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en ESPANA
poer VEINTE afios
por : "PROCEDIMIENTO DE ACABADO EN MATERIALES
MOLDEABLES "
a favor de :
MEGAPLAS, S. A., de naciona~

lidad espafiola, domiciliada en MADRID, calle San

Norberto, n?, 10,
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El objeto de la presente solicitud de Patente
de Invencién, se refiere a un procedimiento de acaba-
do en materiales moldeables, que aporta caracteristi-
cas de novedad, posibilitadoras de la consecucidn, co-~

mo resultade industrial, del acabado en materias moldea-
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~bles con las siguientes ventajas sobre lo actualmen-
te conocido @

a,~ Perfecta impermeabilidad y gren resistencia
a los agentes atmosféricos,

b.~ Fabricacidén muy rdpida por el fdcil moldeo de
sus elementos componentes, que abaratan extraordinaria-
mente el costo,.

Ce= Bu poco peso posibilita su montaje sobre ele-
mentos~soporte de metales ligeros o de madera, con mi~
nimas secciones y construccién elemental,

d.- Es susceptible de ser realizado en cuales~
quiera configuraciones o tamafios previamente determina-
dos.

e.- Posibilita que, el elemento » moldear, sea
previamente dispuesto o decoradc con cuantas tonalida-
des sean requeridas para ello, no encareciendoc en modo
alguno la operacién final de moldeo y alineado de bordes.

f.~ No son precisas cperaciones finales de reto~
que, conformado y enfriamiento.

g.~ Es susceptible de ser realizado en alto o bam
Jjo relieve, indistinta o conjuntamente.

En el adjunto plano, se¢ ha representado, para fa-
cilidad de la descripcién, a titulo de ejemplo y sin ca-
rdcter limitative alguno, por lo tanto, una formz prefe-
rida de realizacidn del objeto de la solicitud,

La figura 1 representa el elemento laminar, de di-
mensiones y espesor previamente determinados,

La figura 2 representa el elemento laminar plas-
tificado que ha sido serigrafiado, por una de sus su~

perficies o planos, con el motivo y dimensiones previa-
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la figura 3 representa el elemento de la figu-
ra 2 ya moldeado en el o los relieves requeridos, a
su salida de moldeo,

La figura 4 representa el elemento moldeado de
la figura 3 en su final de perfilado de bordes.

Como puede apreciarse, este procedimiento con-
siste esencialmente en que en una primera fase se pro-
cede a la preparacidén de un elemento laminar plastifi-
cado, de normal existencia en el mercado, en el espe-
sor convenientemente fijado, el cual es preparado pa=-
ra ser serigrafiado por una de sus caras o superficie,
con el o con los motivos en que habrd de gquedar confor-
mado.

Para ello, es preciso que previamente se deter~
miren la o las superficies que habrd de aparecer moldea-
das en relieve y sometida o sometidas a la operacidn
de serigrafiado mediante una laca coloreada en la to-
nalidad requerida.

Esta laca es de alto poder adhesivo sobre super-
ficies plastificadas y posee asimismo gran resistencia
térmica y antihumidica, estando caracterizada por una
gran elasticidad,

Se deposita la laca sobre la superficie laminar
en un espesor convenientemente previsto y de forma uni-
forme.

Tras ellc y en una segunda fase, se procede a
un precalentamiento de la placa laminar en un horno
adecuado a tal fin y cuya temperatura es elevada gradual

y automdticamente hasta alcanzar entre unmos 140¢ a 160°¢ C,
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o mds, segin espesores y calidades, manteniéndola en
dicha graduacién de temperatura el tiempo necesario
para lograr un perfecto moldeo.

En la tercera fase se sitda dicha placa lamiw-
nar, por la cara serigrafiada, sobre el molde dispues~
to a tal fin, y que presenta inferiormente un pisa
eldstico y la parte embutidora o macho, estando dis-
puesto el pisa cou los elementos necesarios de cen-
trado y guiado.

Este pisa rodea, total o parcialmente, el ma-
cho conformador o embutidor, y el molde, en su parte
superior dispone de un segundo pisa de caracteristicas
similares al inferior, siendo susceptible de que las
presiones de ambos pisas sean iguales o distintas,

El pisa superior rodea asimismo a la matriz
conformadora, que posee el juego o huelgo preciso al
espesor de la placa laminar, mas las tolerancias de
fabricacidén y deslizamiento. El molde ya citado, va
situado y ligado a una prensa hidratdlica, provista
de cierre automético, controles de velocidad, presién,
y temperatura.

Situada la placa laminar de la forma antedicha,
se verifica el cierre del molde, estando dicha placa
a la temperatura prevista, siendo ésta pisada entre
ambos pisas que la sujetan a la presién conveniente-
mente predeterminada, continuando dicho molde su ca-
rrera de descenso en cuyo momento, y tiempo preciso,
comienza a verificarse el moldeo por embuticién, has-
ta alcanzar su fin de carrera, en cuyo momento y me-

diante un temporizador, se provoca un cerramiento fi-
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~nal o golpe de sentado y conformacidn, tras lo que

se mantiene el tiempo previsto de un primer enfria-
miento provocativo de la rigidez necesaria para que
la placa moldeada no pueda sufrir ninguna deformacién.

Se procede luego a la apertura del molde, pro-
vocando su retroceso durante el cual y hasta tanto
no estén desligados la matriz y punzdn, los pisas per-
manecen en presién entre ambos, teniendo prendida 1la
parte laminar destinada a ello., Verificada la apertu-
ra total, la placa laminar queda superpuesta sobre la
parte inferior del molde y desligada del macho confor-
mador, siendc susceptible en dicho momento, su tras-~
lado manual o mecdnico al lugar de enfriamiento total,
no siendo ya precisa ninguna otra operacién de prepa~
racifn, serigrafiado o moldeado.

Una eventual operacifn de perfilado de bordes,
provoca la terminacidén total del procedimiento.

Asimismo, se hace coustar que este procedimien~
to puede ser objeto de cualesquiera modificaciones de
detalle en tanto que éstas no alteren su fundamento,

N Y

Los puntos esenciales que se reivindican para
que sean objeto de esta Patente de Invencion, en Es-
pafia, por veinte aflos, son los siguientes :

1.~ Procedimiento de acabado en materiales
moldeables, caracterizado porque se procede a 1la
preparacién en una primera fase, de un elemento la-
minar plastificado, el cual es sometido por una de
sus caras o superficies, a serigrafiado con el mo-

tivo y colores previstos, mediante lacas de alta re-
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~sistencia térmica, humfdica y eldstica, siendo sometidé
posteriormente, esta placa o ldmina a un secado rdpido
por aire a temperatura adecuada, tras lo que, en una se~
gunda fase, se eleva hasta alcanzar los 140% a 160¢ ¢,
procediéndose luego, en una tercera fase, a la operacién
de conformacidén en relieve, mediante moldeado en caliente
de los motivos serigrafiados, sufriendo un proceso preltiw
minar de enfriamiento, antes de su desmoldeo.

2.~ Procedimiento de acabado en materiales moldea~
bles, segiln reivindicacidn anterior, caracterizado porque
la cara o superficie serigrafiada, es la opuesta a los
relieves moldeados,

3.= PROCEDIMIENTO DE ACABADO EN MATERIALES MOLDEA~
BLES,

Tode ello, tal y como se describe en la Memoria
que antecede y se representa en el plano adjunto y a los
fines indicados,

Consta l.a presente Memoria Descriptiva de seis
hojas escritas a miquina por una sola de sus caras y de
una hoja de dibujos.

Madrid, 5 de Mayo de 1.973.
MEGAPLAS, S,.A.
P. A,
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